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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストレージ装置に備えられる複数の電子装置の通信を中継する中継装置であって、
　前記複数の電子装置が接続され、前記複数の電子装置間の通信を中継する第１基板モジ
ュールと、
　前記複数の電子装置が接続され、前記複数の電子装置間の通信を中継する第２基板モジ
ュールと、
　前記第１基板モジュールと前記第２基板モジュールとを通信可能に接続し、前記第１及
び第２基板モジュールに対して取り外し可能に取り付けられるブリッジモジュールと、を
備え、
　前記ブリッジモジュールは、
　　板状部材と、
　　前記第１基板モジュールと接続される第１コネクタと、
　　前記第２基板モジュールと接続される第２コネクタと、
　　前記ブリッジモジュールが前記第１及び第２基板モジュールに取り付けられる場合に
、当該第１及び第２基板モジュールと嵌合する爪部と、を備え、
　　前記第１コネクタと前記第２コネクタは、第１ピンと当該第１ピンより短い第２ピン
とをそれぞれ有する、
ことを特徴とする、中継装置。
【請求項２】
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　前記第１ピンは信号ピンで、前記第２ピンは電源ピンであることを特徴とする請求項１
記載の中継装置。
【請求項３】
　前記第１及び第２基板モジュールは、当該中継装置に対して取り外し可能に取り付けら
れ、
　前記第１及び第２基板モジュールのうち少なくとも一方によって、前記複数の電子装置
が互いに通信可能に接続される、
　　　ことを特徴とする、請求項１又は２に記載の中継装置。
【請求項４】
　前記ブリッジモジュールは、当該中継装置からの前記第１及び第２基板モジュールの取
り外しとは独立して、当該中継装置から取り外される構造を備えることを特徴とする、請
求項１～３のいずれか１項に記載の中継装置。
【請求項５】
　前記第１基板モジュールと前記第２基板モジュールとは、同一平面上に隣接して備えら
れ、互いに同一形状を有することを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の中
継装置。
【請求項６】
　当該中継装置を制御する第１及び第２制御モジュールと、
　冷却風を生成する第１及び第２ファンモジュールと、
　当該中継装置と前記複数の電子装置とを通信可能に接続する第１及び第２通信モジュー
ルと、
　当該中継装置に電源を供給する第１及び第２電源供給モジュールと、
を備え、
　前記第１制御モジュールと前記第１ファンモジュールと前記第１通信モジュールと前記
第１電源供給モジュールとは、前記第１基板モジュールに接続され、
　前記第２制御モジュールと前記第２ファンモジュールと前記第２通信モジュールと前記
第２電源供給モジュールとは、前記第２基板モジュールに接続される、
ことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の中継装置。
【請求項７】
　前記第１基板モジュールは、前記第１制御モジュール及び前記第１ファンモジュールが
備えられる側の面に、前記第１制御モジュールを収納する第１収納部と前記第１ファンモ
ジュールを収納する第２収納部とを備え、
　前記第２基板モジュールは、前記第２制御モジュール及び前記第２ファンモジュールが
備えられる側の面に、前記第２制御モジュールを収納する第３収納部と前記第２ファンモ
ジュールを収納する第４収納部とを備え、
　前記ブリッジモジュールは、前記第１収納部と前記第２収納部と前記第３収納部と前記
第４収納部とに隣接して、前記第１及び第２基板モジュールに取り付けられる、
ことを特徴とする、請求項６に記載の中継装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中継装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ストレージ装置に備えられるController Enclosure（ＣＥ）においては、筐体の中間部
にMidplane（ＭＰ）を備え、筐体の前後方向から複数のモジュールを挿抜される構造を備
えるものが知られている。
　また、このようなＣＥにおいては、ＭＰに挿抜される複数のモジュールについて、同種
のものを複数組備えることで冗長化させることが知られている。これにより、いずれかの
モジュールが故障した場合においても、ストレージ装置の運用を停止することなく、各モ
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ジュールの活性交換が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００２－５１６４９３号公報
【特許文献２】特開２００９－２１７５１９号公報
【特許文献３】特開２０１０－４９７１６号公報
【特許文献４】特開２００６－１５５３９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述のようなストレージ装置においては、ＭＰが冗長化されていないた
め、ＭＰが故障した場合には、ストレージ装置の運用を停止してＭＰの交換を行なわなけ
ればならないという課題がある。
　１つの側面では、本発明は、ストレージ装置を冗長化させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このため、この中継装置は、ストレージ装置に備えられる複数の電子装置の通信を中継
する中継装置であって、前記複数の電子装置が接続され、前記複数の電子装置間の通信を
中継する第１基板モジュールと、前記複数の電子装置が接続され、前記複数の電子装置間
の通信を中継する第２基板モジュールと、前記第１基板モジュールと前記第２基板モジュ
ールとを通信可能に接続し、前記第１及び第２基板モジュールに対して取り外し可能に取
り付けられるブリッジモジュールと、を備え、前記ブリッジモジュールは、板状部材と、
前記第１基板モジュールと接続される第１コネクタと、前記第２基板モジュールと接続さ
れる第２コネクタと、前記ブリッジモジュールが前記第１及び第２基板モジュールに取り
付けられる場合に、当該第１及び第２基板モジュールと嵌合する爪部と、を備え、前記第
１コネクタと前記第２コネクタは、第１ピンと当該第１ピンより短い第２ピンとをそれぞ
れ有する。
【発明の効果】
【０００６】
　開示の中継装置によれば、ストレージ装置を冗長化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態の一例としての中継装置の機能構成を模式的に示す図である。
【図２】実施形態の一例としてのストレージ装置の構成を例示する外観図である。
【図３】実施形態の一例としての中継装置の構成を示す図である。
【図４】実施形態の一例としてのフロントベゼルを取り外した中継装置の構成を示す図で
ある。
【図５】実施形態の一例としての中継装置の筐体内前面の構成を示す図である。
【図６】実施形態の一例としての中継装置の筐体内背面の構成を示す図である。
【図７】実施形態の一例としての中継装置の筐体内前面側の構成を示す分解斜視図である
。
【図８】実施形態の一例としての中継装置の筐体内背面側の構成を示す分解斜視図である
。
【図９】実施形態の一例としてのＭＰブリッジの構成を示す図である。
【図１０】実施形態の一例としての中継装置からＭＰブリッジを取り外した状態を示す図
である。
【図１１】実施形態の一例としての中継装置に対するＭＰブリッジの取り付け前の状態を
示す図である。
【図１２】実施形態の一例としての中継装置に対するＭＰブリッジの取り付け途中の状態
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を示す図である。
【図１３】実施形態の一例としての中継装置に対するＭＰブリッジの取り付け途中の状態
を示すエジェクタの拡大図である。
【図１４】実施形態の一例としての中継装置に対するＭＰブリッジの取り付け途中の状態
を示すエジェクタの拡大図である。
【図１５】実施形態の一例としての中継装置に対するＭＰブリッジの取り付け後の状態を
示す図である。
【図１６】実施形態の一例としての中継装置に対するＭＰブリッジの取り付け後の状態を
示すエジェクタの拡大図である。
【図１７】実施形態の一例としての中継装置における電力供給を説明する図である。
【図１８】実施形態の一例としての中継装置における信号線の接続状態を説明する図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して中継装置に係る一実施の形態を説明する。ただし、以下に示す実
施形態はあくまでも例示に過ぎず、実施形態で明示しない種々の変形例や技術の適用を排
除する意図はない。すなわち、本実施形態を、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して
実施することができる。
【０００９】
　また、各図は、図中に示す構成要素のみを備えるという趣旨ではなく、他の機能等を含
むことができる。
　以下、図中において、同一の各符号は同様の部分を示しているので、その説明は省略す
る。
【００１０】
　〔Ａ〕実施形態の一例
　〔Ａ－１〕システム構成
　図１は実施形態の一例としての中継装置の機能構成を模式的に示す図であり、図２は実
施形態の一例としてのストレージ装置の構成を例示する外観図である。
　本実施形態の一例における中継装置１は、図２に示すように、ストレージ装置１００に
備えられる。
【００１１】
　ストレージ装置１００は、複数の記憶装置を搭載し、サーバ装置（不図示）に対して記
憶領域を提供する装置であり、例えばRedundant Arrays of Inexpensive Disks（ＲＡＩ
Ｄ）を用いて複数の記憶装置にデータを分散又は冗長化した状態で保存する。ストレージ
装置１００は、図２に示すように、中継装置１の他に、複数（図２に示す例では４つ）の
ＣＥ３及び複数（図２に示す例では８つ）のDisk Enclosure（ＤＥ）４を備える。ストレ
ージ装置１００は、中継装置１，ＣＥ３及びＤＥ４を搭載するために、例えば１９インチ
ラック（ラック）１０１を備え、このラック１０１内に中継装置１，ＣＥ３及びＤＥ４が
抜き挿し可能に搭載される。
【００１２】
　ＣＥ３は、電子装置の一例であり、サーバ装置（不図示）からのストレージアクセス要
求（アクセス制御信号：以下、ホストInput/Output（Ｉ／Ｏ）という）に従って種々の制
御を行なう複数のController Module（ＣＭ；制御装置）（不図示）を備える。
　ＤＥ４は、データを読み書き可能に格納する既知の装置であるHard Disk Drive（ＨＤ
Ｄ）やSolid State Drive（ＳＳＤ）等の複数の記憶装置（不図示）を備える。
【００１３】
　中継装置１は、複数のＣＥ３を互いに通信可能に接続する装置である。図１に示すよう
に、中継装置１は、システムパネル１７，２つのMidplane（ＭＰ＃０，＃１）２０１，２
つのＭＰ－ＥＸＴ＃０，＃１　２０ａ，２つのＭＰ－ＰＳＵ＃０，＃１　２０ｂ，ＭＰブ
リッジ２１，２つのService Controller（ＳＶＣ＃０，＃１）２２，４つのファンモジュ
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ール＃０～＃３　２３，４つのFront end router（ＦＲＴ＃０～＃３）２４，４つのPowe
r Supply Unit（ＰＳＵ＃０～＃３）２５，２つの電源制御モジュール＃０，＃１　２６
及びFailure Power Off（ＦＰＯ）２７を備える。
【００１４】
　以下、複数のＭＰのうち１つを特定する必要があるときには「ＭＰ＃０」又は「ＭＰ＃
１」と表記するが、任意のＭＰを指すときには「ＭＰ２０１」と表記する場合がある。ま
た、以下、複数のＭＰ－ＥＸＴのうち１つを特定する必要があるときには「ＭＰ－ＥＸＴ
＃０」又は「ＭＰ－ＥＸＴ＃１」と表記するが、任意のＭＰ－ＥＸＴを指すときには「Ｍ
Ｐ－ＥＸＴ２０ａ」と表記する場合がある。更に、以下、複数のＭＰ－ＰＳＵのうち１つ
を特定する必要があるときには「ＭＰ－ＰＳＵ＃０」又は「ＭＰ－ＰＳＵ＃１」と表記す
るが、任意のＭＰ－ＰＳＵを指すときには「ＭＰ－ＰＳＵ２０ｂ」と表記する場合がある
。また、以下、複数のＳＶＣのうち１つを特定する必要があるときには「ＳＶＣ＃０」又
は「ＳＶＣ＃１」と表記するが、任意のＳＶＣを指すときには「ＳＶＣ２２」と表記する
場合がある。更に、以下、複数のファンモジュールのうち１つを特定する必要があるとき
には「ファンモジュール＃０」，「ファンモジュール＃１」，「ファンモジュール＃２」
又は「ファンモジュール＃３」と表記するが、任意のファンモジュールを指すときには「
ファンモジュール２３」と表記する場合がある。また、以下、複数のＦＲＴのうち１つを
特定する必要があるときには「ＦＲＴ＃０」，「ＦＲＴ＃１」，「ＦＲＴ＃２」又は「Ｆ
ＲＴ＃３」と表記するが、任意のＦＲＴを指すときには「ＦＲＴ２４」と表記する場合が
ある。更に、以下、複数のＰＳＵのうち１つを特定する必要があるときには「ＰＳＵ＃０
」，「ＰＳＵ＃１」，「ＰＳＵ＃２」又は「ＰＳＵ＃３」と表記するが、任意のＰＳＵを
指すときには「ＰＳＵ２５」と表記する場合がある。また、以下、複数の電源制御モジュ
ールのうち１つを特定する必要があるときには「電源制御モジュール＃０」又は「電源制
御モジュール＃１」と表記するが、任意の電源制御モジュールを指すときには「電源制御
モジュール２６」と表記する場合がある。
【００１５】
　図１に示す例において、各モジュール間の斜線で示す四角は各モジュールがコネクタに
よって通信可能に接続されていることを示し、各モジュール間の太い実線は各モジュール
がケーブルによって通信可能に接続されていることを示している。
　ＭＰブリッジ２１は、ブリッジモジュールの一例であり、ＭＰ＃０とＭＰ＃１とを互い
に通信可能に接続する。ＭＰブリッジ２１の機能構成の詳細は、図９等を用いて後述する
。
【００１６】
　ＭＰ２０１は、第１基板モジュール及び第２基板モジュールの一例であり、複数のＣＥ
３を通信可能に接続する基板状の装置である。中継装置１において、ＭＰ２０１にＳＶＣ
２２，ファンモジュール２３及びＦＲＴ２４が接続されることで、ＭＰ２０１を介したＳ
ＶＣ２２，ファンモジュール２３及びＦＲＴ２４への給電や相互の通信が可能となる。Ｍ
Ｐ２０１には、後述するＦＲＴ２４を介して、複数のＣＥ３が接続される。また、ＭＰ２
０１には、ＭＰ－ＥＸＴ２０ａ，ＭＰブリッジ２１，ＳＶＣ２２，ファンモジュール２３
及びＦＲＴ２４が互いに通信可能に接続される。具体的には、ＭＰ＃０には、ＭＰ－ＥＸ
Ｔ＃０，ＭＰブリッジ２１，ＳＶＣ＃０，ファンモジュール＃０，＃１及びＦＲＴ＃０，
＃１が互いに通信可能に接続される。また、ＭＰ＃１には、ＭＰ－ＥＸＴ＃１，ＭＰブリ
ッジ２１，ＳＶＣ＃１，ファンモジュール＃２，＃３及びＦＲＴ＃２，＃３が互いに通信
可能に接続される。
【００１７】
　ＭＰ－ＥＸＴ２０ａは、ＭＰ２０１及びＭＰ－ＰＳＵ２０ｂと互いに通信可能に接続さ
れ、ＭＰ２０１とＭＰ－ＰＳＵ２０ｂとの間で送受信される信号を中継する。具体的には
、ＭＰ－ＥＸＴ＃０は、ＭＰ＃０及びＭＰ－ＰＳＵ＃０と通信可能に接続され、ＭＰ－Ｅ
ＸＴ＃０とＭＰ－ＰＳＵ＃０との間で送受信される信号を中継する。また、ＭＰ－ＥＸＴ
＃１は、ＭＰ＃１及びＭＰ－ＰＳＵ＃１と通信可能に接続され、ＭＰ－ＥＸＴ＃１とＭＰ
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－ＰＳＵ＃１との間で送受信される信号を中継する。ＭＰ－ＥＸＴ２０ａは、ＭＰ２０１
とＭＰ－ＰＳＵ２０ｂとを通信可能に連結することにより、ＭＰ２０１に接続されたＳＶ
Ｃ２２，ファンモジュール２３及びＦＲＴ２４とＭＰ－ＰＳＵ２０ｂに接続されたＰＳＵ
２５との間の相互の通信を可能とする。
【００１８】
　ＭＰ－ＰＳＵ２０ｂには、ＭＰ－ＥＸＴ２０ａ，システムパネル１７，ＰＳＵ２５，電
源制御モジュール２６及びＦＰＯ２７が互いに通信可能に接続される。具体的には、ＭＰ
－ＰＳＵ＃０には、ＭＰ－ＥＸＴ＃０，システムパネル１７，ＰＳＵ＃０，＃１，電源制
御モジュール＃０及びＦＰＯ２７が互いに通信可能に接続される。また、ＭＰ－ＰＳＵ＃
１には、ＭＰ－ＥＸＴ＃１，システムパネル１７，ＰＳＵ＃２，＃３，電源制御モジュー
ル＃１及びＦＰＯ２７が互いに通信可能に接続される。
【００１９】
　ＭＰ－ＥＸＴ２０ａは図７等を用いて後述する左側パネル２０２に備えられ、ＭＰ－Ｐ
ＳＵ２０ｂは図７等を用いて後述するＰＳＵ接続コネクタ２０７に備えられる。ＭＰ２０
１，ＭＰ－ＥＸＴ２０ａ及びＭＰ－ＰＳＵ２０ｂを含むＭＰモジュール２０の機能構成の
詳細は、図７等を用いて後述する。
　システムパネル１７は、オペレータが各種の入力操作を行ない、又、オペレータに対し
て各種情報を表示する入出力装置である。
【００２０】
　ＳＶＣ２２は、第１及び第２制御モジュールの一例であり、中継装置１内の各モジュー
ルの監視及び制御を行なう。
　ファンモジュール２３は、第１及び第２ファンモジュールの一例であり、冷却風を生成
する。この生成された冷却風により、中継装置１内の各モジュールの冷却が行なわれる。
【００２１】
　ＦＲＴ２４は、第１及び第２通信モジュールの一例であり、中継装置１とＣＥ３との間
の通信を制御する。ＦＲＴ２４は複数のコネクタ（不図示）を備え、これらのコネクタに
ＣＥ３のＣＭ（不図示）がそれぞれ接続される。
　ＰＳＵ２５は、第１及び第２電源供給モジュールの一例であり、中継装置１内の各モジ
ュールに電力を供給する。
【００２２】
　電源制御モジュール２６は、サーバ装置（不図示）からの指示に基づき、中継装置１が
備える各モジュールの電源投入及び電源切断を同期して行なう。
　ＦＰＯ２７は、中継装置１内に異常が発生した場合に、異常が発生したモジュールの動
作を停止させるためのスイッチである。
【００２３】
　図３は、実施形態の一例としての中継装置の構成を示す図である。
　図３に示すように、中継装置１のケーシング１０は、箱形状を有し、例えば長方形状の
上側パネル１５と下側パネル１６とを互いに平行に配設する。また、上側パネル１５と下
側パネル１６との各辺は、フロントベゼル１１，左側パネル１３，リアパネル１２及び右
側パネル１４でそれぞれ囲われる。フロントベゼル１１とリアパネル１２とは互いに平行
に配設され、左側パネル１３と右側パネル１４とは互いに平行に配設される。
【００２４】
　以下、図３～図１６を用いて説明する場合に、フロントベゼル１１からリアパネル１２
へ向かう方向又はリアパネル１２からフロントベゼル１１へ向かう方向を「前後方向」と
いう場合がある。また、左側パネル１３から右側パネル１４へ向かう方向又は右側パネル
１４から左側パネル１３へ向かう方向を「左右方向」という場合がある。更に、上側パネ
ル１５から下側パネル１６へ向かう方向又は下側パネル１６から上側パネル１５へ向かう
方向を「上下方向」という場合がある。
【００２５】
　フロントベゼル１１の一部には、例えば長方形状の穴が形成され、形成された穴にシス
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テムパネル１７が嵌められる。
　図４は、実施形態の一例としてのフロントベゼルを取り外した中継装置の構成を示す図
である。
　図４に示すように、フロントベゼル１１は、システムパネル１７とは独立して中継装置
１から取り外し可能に取り付けられる。
【００２６】
　図５は実施形態の一例としての中継装置の筐体内前面の構成を示す図であり、図６はそ
の筐体内背面の構成を示す図である。
　図５においては、フロントベゼル１１に加えてシステムパネル１７が中継装置１から取
り外された状態を示している。
　以下、複数のＭＰモジュールのうち１つを特定する必要があるときには「ＭＰモジュー
ル＃０」又は「ＭＰモジュール＃１」と表記するが、任意のＭＰモジュールを指すときに
は「ＭＰモジュール２０」と表記する。
【００２７】
　図５及び図６に示すように、中継装置１は、上側パネル１５側に、ＭＰモジュール＃０
に接続されるＳＶＣ＃０　２２，ファンモジュール＃０，＃１　２３，ＦＲＴ＃０，＃１
　２４及びＰＳＵ＃０，＃１　２５を備える。また、中継装置１は、下側パネル１６側に
ＭＰモジュール＃１に接続されるＳＶＣ＃１　２２，ファンモジュール＃２，＃３　２３
，ＦＲＴ＃２，＃３　２４及びＰＳＵ＃２，＃３　２５を備える。
【００２８】
　言い換えれば、図５に示すように、中継装置１は、フロントベゼル１１（図５には不図
示）側に、ＭＰモジュール＃０に接続されるＳＶＣ＃０　２２及びファンモジュール＃０
，＃１　２３とＭＰ＃１に接続されるＳＶＣ＃１　２２及びファンモジュール＃２，＃３
　２３とを備える。また、図６に示すように、中継装置１は、リアパネル１２（図６には
不図示）側に、ＭＰモジュール＃０に接続されるＦＲＴ＃０，＃１　２４及びＰＳＵ＃０
，＃１　２５とＭＰ＃１に接続されるＦＲＴ＃２，＃３　２４及びＰＳＵ＃２，＃３　２
５とを備える。
【００２９】
　更に、図５に示すように、中継装置１は、右側パネル１４側に、ＭＰモジュール＃０と
ＭＰモジュール＃１とを接続するＭＰブリッジ２１を備える。言い換えれば、中継装置１
は、フロントベゼル１１（図５には不図示）側に、ＭＰモジュール＃０とＭＰモジュール
＃１とを接続するＭＰブリッジ２１を備える。ＭＰブリッジ２１は、右側パネル１４と平
行に配置される。
【００３０】
　図７は、実施形態の一例としての中継装置の筐体内前面側の構成を示す分解斜視図であ
る。
　図７においては、ＭＰモジュール＃１及びＭＰブリッジ２１が中継装置１から取り外さ
れた状態を示している。また、ＳＶＣ＃１　２２及びファンモジュール＃２，＃３　２３
がＭＰモジュール＃１から取り外された状態を示している。
【００３１】
　ＭＰモジュール２０は、例えばほぼ正方形状の上側パネル２０４と下側パネル２０５と
が互いに平行に配設された形状を有する。また、上側パネル２０４と下側パネル２０５と
の３辺は、左側パネル２０２，ＭＰ２０１及び右側パネル２０３でそれぞれ囲われる。左
側パネル２０２と右側パネル２０３とは互いに平行に配設され、ＭＰ２０１は左側パネル
２０２，右側パネル２０３，上側パネル２０４及び下側パネル２０５に対して垂直に配設
される。ＭＰモジュール２０は、ＭＰ２０１に対向する面に開口が形成され、ＳＶＣ２２
及びファンモジュール２３の取り付け及び取り外しが可能な形状を有する。
【００３２】
　ＭＰ２０１は、ＭＰモジュール２０の内側面にＳＶＣ２２及びファンモジュール２３が
接続される複数のコネクタ（不図示）を備え、ＭＰモジュール２０の外側面にＦＲＴ２４
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が接続される複数のコネクタ（不図示）を備える。また、ＭＰ２０１は、左側パネル２０
２と右側パネル２０３との間の距離よりも右側パネル２０３側に長い寸法形状を有し、こ
れにより右側パネル２０３側に突起する。また、ＭＰ２０１は、右側パネル２０３側に突
出した部分にＭＰブリッジ２１が接続されるＭＰブリッジ接続コネクタ２０６（図１０等
を用いて後述）を備える。
【００３３】
　左側パネル２０２は、左側パネル２０２から突出する形状のＰＳＵ接続コネクタ２０７
を備える。ＰＳＵ接続コネクタ２０７は、ＰＳＵ２５と接続される。ＭＰ２０１と平行に
、ＰＳＵ接続コネクタ２０７を含む図１に示したＭＰ－ＰＳＵ２０ｂが配置される。また
、ＭＰ２０１とＭＰ－ＰＳＵ２０ｂとを接続するように、左側パネル２０２に沿って、図
１に示したＭＰ－ＥＸＴ２０ａが配置される。
【００３４】
　ＭＰモジュール２０は、例えば、ＳＶＣ２２及び２つのファンモジュール２３がそれぞ
れ挿入される空間を規定する収納部２０９ａ，２０９ｂを区切るセパレータを有する。Ｓ
ＶＣ２２はＭＰモジュール２０の下側パネル２０５側の収納部２０９ａに取り付けられ、
２つのファンモジュール２３はＭＰモジュール２０の上側パネル２０４側の収納部２０９
ｂに互いに隣接して取り付けられる。
【００３５】
　つまり、ＭＰモジュール＃０は、ＳＶＣ＃０　２２及びファンモジュール＃０，＃１　
２３が備えられる側の面に、ＳＶＣ＃０　２２を収納する収納部２０９ａとファンモジュ
ール＃０，＃１　２３を収納する収納部２０９ｂとを備える。また、ＭＰモジュール＃１
は、ＳＶＣ＃１　２２及びファンモジュール＃２，＃３　２３が備えられる側の面に、Ｓ
ＶＣ＃１　２２を収納する収納部２０９ａとファンモジュール＃２，＃３　２３を収納す
る収納部２０９ｂとを備える。そして、ＭＰブリッジ２１は、ＭＰモジュール＃０，＃１
に備えられる収納部２０９ａ，２０９ｂにそれぞれ隣接して、ＭＰモジュール＃０，＃１
に取り付けられる。
【００３６】
　図８は、実施形態の一例としての中継装置の筐体内背面側の構成を示す分解斜視図であ
る。
　図８においては、ＦＲＴ＃２，＃３　２４及びＰＳＵ＃２，＃３　２５がＭＰ＃１（中
継装置１）から取り外された状態を示している。
　中継装置１は、例えば、４つのＦＲＴ２４及び４つのＰＳＵ２５がそれぞれ挿入される
空間を規定する収納部１８ａ，１８ｂを区切るセパレータを有する。なお、図８において
は、複数の収納部１８ａ，１８ｂのうちＦＲＴ２４又はＰＳＵ２５が挿入されていない収
納部１８ａ，１８ｂのみを符号で示している。
【００３７】
　ＭＰ＃０に接続されるＦＲＴ＃０，＃１　２４とＭＰ＃１に接続されるＦＲＴ＃２，＃
３　２４とは、中継装置１の右側パネル１４側に位置する収納部１８ａに、上下方向に互
いに隣接して取り付けられる。
　ＭＰ＃０に接続されるＰＳＵ＃０，＃１　２５は、中継装置１の左側パネル１３側かつ
上側パネル１５側に位置する収納部１８ｂに、左右方向に互いに隣接して取り付けられる
。また、ＭＰ＃１に接続されるＰＳＵ＃２，＃３　２５は、中継装置１の左側パネル１３
側かつ下側パネル１６側に位置する収納部１８ｂに、左右方向に互いに隣接して取り付け
られる。言い換えれば、ＭＰ＃０に接続されるＰＳＵ＃０　２５とＭＰ＃１に接続される
ＰＳＵ＃２　２５とは、中継装置１の左側パネル１３側に位置する収納部１８ｂに、上下
方向に互いに隣接して取り付けられる。また、ＭＰ＃０に接続されるＰＳＵ＃１　２５と
ＭＰ＃１に接続されるＰＳＵ＃３　２５とは、ＦＲＴ＃０～＃３　２４とＰＳＵ＃０，＃
２　２５との間に位置する収納部１８ｂに、上下方向に互いに隣接して取り付けられる。
【００３８】
　図９は実施形態の一例としてのＭＰブリッジの構成を示す図であり、図１０はその中継
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装置からＭＰブリッジを取り外した状態を示す図である。
　図９に示すように、ＭＰブリッジ２１は、矩形の板状部材であるプリント基板２１３を
備え、このプリント基板２１３上に２つのエジェクタ２１１及び２つのＭＰ接続コネクタ
２１２を備える。
【００３９】
　ＭＰブリッジ２１は、ＭＰ＃０とＭＰ＃１とは別体に構成され、これらのＭＰ＃０とＭ
Ｐ＃１とを接続する。すなわち、ＭＰブリッジ２１は、中継装置１からのＭＰモジュール
＃０，＃１の取り外しとは独立して、中継装置１から取り外される構造を備える。
　図１０においては、図５と同様に前面方向から見た中継装置１が示されており、ＭＰブ
リッジ２１が中継装置１から取り外された状態が示されている。
【００４０】
　図１０に示すスロット２８の奥には、ＭＰ２０１において右側パネル２０３よりも突出
した中継装置１のフロントベゼル１１（図１０には不図示）側の面にＭＰブリッジ接続コ
ネクタ２０６が備えられる。
　図９に示すＭＰ接続コネクタ２１２は、図１０に示すスロット２８にＭＰブリッジ２１
を挿入した状態でＭＰブリッジ接続コネクタ２０６と接続される。具体的には、２つのＭ
Ｐ接続コネクタ２１２のうち一方はＭＰ＃０のＭＰブリッジ接続コネクタ２０６に接続さ
れ、他方はＭＰ＃１のＭＰブリッジ接続コネクタ２０６に接続される。
【００４１】
　ＭＰブリッジ２１のＭＰ接続コネクタ２１２は、電源ピンが信号ピンより短くなるよう
、２種類以上の異なるピン長のピン（不図示）を備える。そして、ＭＰ接続コネクタ２１
２は、ＭＰモジュール２０のＭＰブリッジ接続コネクタ２０６から取り外される場合に、
電源ピンが外れた後に信号ピンがシーケンシャルに外れるように設計される。逆に、ＭＰ
接続コネクタ２１２は、ＭＰモジュール２０のＭＰブリッジ接続コネクタ２０６へ取り付
けられる場合に、信号ピンが接続された後に電源ピンがシーケンシャルに接続されるよう
に設計される。
【００４２】
　プリント基板２１３は、ＭＰ＃０に接続されるＭＰ接続コネクタ２１２とＭＰ＃１に接
続されるＭＰ接続コネクタ２１２とを通信可能に接続する配線がプリントされる。
　エジェクタ２１１は、つまみ部２１１１，爪部２１１２及び固定部２１１３を備える。
つまみ部２１１１と爪部２１１２とは１つの板金により一体に形成され、固定部２１１３
は１つの板金により形成される。つまみ部２１１１を含む板金は、面２１１１ａと面２１
１１ｂとが垂直になるように折り曲げられた形状を有する。
【００４３】
　固定部２１１３は、矩形の板部材であり、プリント基板２１３と平行にＭＰブリッジ２
１に固定される。
　つまみ部２１１１と爪部２１１２とを備える板金は、固定部２１１３に対して左右方向
に沿って配置された軸２１１３ａにより軸支される。つまり、つまみ部２１１１と爪部２
１１２とを備える板金は、固定部２１１３に軸支された軸２１１３ａを中心に回転可能で
ある。オペレータがつまみ部２１１１を操作することにより、図１１～図１６を用いて説
明するようにＭＰモジュール２０が備える板金２０８に嵌合可能な爪部２１１２の位置が
移動する。
【００４４】
　以下、つまみ部２１１１を前面方向に回動させた状態をエジェクタの開状態といい、つ
まみ部２１１１を背面方向に回動させた状態をエジェクタの閉状態という場合がある。
　爪部２１１２の先端は、二股に分かれており、この隙間に後述するＭＰモジュール２０
の板金２０８が侵入する。
【００４５】
　図１１は、実施形態の一例としての中継装置に対するＭＰブリッジの取り付け前の状態
を示す図である。
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　オペレータは、ＭＰブリッジ２１をＭＰモジュール２０に取り付ける場合に、エジェク
タ２１１を開状態で２つのつまみ部２１１１を把持しながら、ＭＰブリッジ２１を符号Ａ
で示す矢印の方向（背面方向）に移動させる。
【００４６】
　図１２は実施形態の一例としての中継装置に対するＭＰブリッジの取り付け途中の状態
を示す図であり、図１３及び図１４はその取り付け途中の状態を示すエジェクタの拡大図
である。
　図１２の符号Ｂで示す領域は、図１３及び図１４に示す領域を示す。
　図１２に示すエジェクタ２１１の開状態において、オペレータがＭＰブリッジ２１を図
１１の符号Ａで示した矢印の方向に更に移動させると、図１３に示すように、エジェクタ
２１１の爪部２１１２は、ＭＰブリッジ２１が備える板金２０８に接触する。この際、爪
部２１１２の間に板金３０８の頂部が侵入して係合する。
【００４７】
　オペレータがエジェクタ２１１のつまみ部２１１１を軸２１１３ａを中心に図１３の符
号Ｃで示す矢印の方向に回転させると、図１４に示すように、爪部２１１２は、ＭＰモジ
ュール２０の板金２０８に嵌合し始める。すなわち、つまみ部２１１１を回動させること
により、爪部２１１２は軸２１１３ａを支点として前面方向（図１１の符号Ａで示した方
向と逆方向）へ移動する。そして、爪部２１１２の隙間へ板金２０８が進入する。板金２
０８はＭＰモジュール２０に固定されているため、エジェクタ２１１すなわちＭＰブリッ
ジ２１は背面方向（図１１の符号Ａで示した方向）へ移動する。
【００４８】
　図１５は実施形態の一例としての中継装置に対するＭＰブリッジの取り付け後の状態を
示す図であり、図１６はその取り付け後の状態を示すエジェクタの拡大図である。
　図１５の符号Ｅで示す領域は、図１６に示す領域を示す。
　オペレータがエジェクタ２１１のつまみ部２１１１を軸２１１３ａを中心に図１４の符
号Ｄで示した矢印の方向に更に回転させると、図１６に示すように、爪部２１１２は、Ｍ
Ｐモジュール２０の板金２０８に嵌合する。また、つまみ部２１１１の板金の面２１１１
ａは、ＭＰブリッジ２１の筐体の前面２１４に当たる。そして、エジェクタ２１１の背面
方向への移動に伴い、スロット２８内においてＭＰブリッジ２１のＭＰ接続コネクタ２１
２は、ＭＰ２０１のＭＰブリッジ接続コネクタ２０６に接続される。
【００４９】
　オペレータが２つのエジェクタ２１１を同時に掴みながらＭＰブリッジ２１を中継装置
１に挿入することにより、ＭＰブリッジ２１はスロット２８内を平行移動する。そして、
ＭＰブリッジ２１のＭＰ接続コネクタ２１２は、ＭＰ２０のＭＰブリッジ接続コネクタ２
０６にずれることなく接続される。
【００５０】
　図１７は、実施形態の一例としての中継装置における電力供給を説明する図である。
　図１７における太い実線矢印は、ＰＵＳ２５からＳＶＣ２２，ファンモジュール２３及
びＦＲＴ２４へ供給される例えば＋１２ＶＬの主電源を示している。ＰＳＵ＃０，＃１は
ＳＶＣ＃０，ファンモジュール＃０，＃１及びＦＲＴ＃０，＃１へ主電源を供給し、ＰＳ
Ｕ＃２，＃３はＳＶＣ＃１，ファンモジュール＃２，＃３及びＦＲＴ＃２，＃３へ主電源
を供給する。
【００５１】
　図１７における細い実線矢印は、ＰＳＵ２５が備えるLight Emitting Diode（ＬＥＤ；
発光ダイオード）（不図示）の発光のために、ＳＶＣ２２からＰＳＵ２５へ供給される例
えば＋３．３ＶＬの電源を示している。ＳＶＣ＃０はＰＳＵ＃０，＃１へ電源を供給し、
ＳＶＣ＃１はＰＳＵ＃２，＃３へ電源を供給する。
【００５２】
　図１７における破線矢印は、システムパネル１７が備えるＬＥＤ（不図示）の発光のた
めに、ＳＶＣ２２からシステムパネル１７へ供給される例えば＋５．０ＶＬの電源を示し
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ている。ＳＶＣ＃０，＃１は、ともにシステムパネル１７へ電源を供給する。
　図１７における一点鎖線矢印は、ＳＶＣ２２から電源制御モジュール２６へ供給される
例えば＋５．０ＶＬの電源を示している。ＳＶＣ＃０は電源制御モジュール＃０へ電源を
供給し、ＳＶＣ＃１は電源制御モジュール＃１へ電源を供給する。
【００５３】
　図１７における二点鎖線矢印は、ＳＶＣ２２から電源制御モジュール２６へ供給される
例えば－２４ＶＬの電源を示している。ＳＶＣ＃０は電源制御モジュール＃０へ電源を供
給し、ＳＶＣ＃１は電源制御モジュール＃１へ電源を供給する。
　ストレージ装置１００が接続されるサーバ装置（不図示）の種類によってサーバ装置の
電源仕様が異なるため、ＳＶＣ２２は、＋５．０ＶＬ及び－２４ＶＬという２つの異なる
電圧値の電源を電力制御モジュール２６へ供給する。
【００５４】
　図１８は、実施形態の一例としての中継装置における信号線の接続状態を説明する図で
ある。
　図１８において、ＳＶＣ２２とＰＳＵ２５とを結ぶ実線矢印は矢印の方向に信号が送信
されることを示しており、ＳＶＣ２２とＰＳＵ２５とを結ぶ実線両矢印はＳＶＣ２２とＰ
ＳＵ２５との双方向に信号が送受信されることを示している。そして、ＳＶＣ２２及びＰ
ＳＵ２５のブロック中において各矢印の横に記載されている文字列は、ＳＶＣ２２及びＰ
ＳＵ２５がそれぞれ信号を送受信するために備える端子の名前（端子名）を示している。
【００５５】
　ＳＶＣ２２において端子名が“ＯＷＮ＿”で始まる端子には、ＭＰ２０１とＭＰ－ＥＸ
Ｔ２０ａとＭＰ－ＰＳＵ２０ｂとを介してＰＳＵ２５に直接接続される信号線が接続され
る。具体的には、ＳＶＣ＃０において端子名が“ＯＷＮ＿”で始まる端子には、ＭＰ＃０
とＭＰ－ＥＸＴ＃０とＭＰ－ＰＳＵ＃０とを介してＰＳＵ＃０，＃１に直接接続される信
号線が接続される。また、ＳＶＣ＃１において端子名が“ＯＷＮ＿”で始まる端子には、
ＭＰ＃１とＭＰ－ＥＸＴ＃１とＭＰ－ＰＳＵ＃１とを介してＰＳＵ＃２，＃３に直接接続
される信号線が接続される。
【００５６】
　ＳＶＣ２２において端子名が“ＯＴＨ＿”で始まる端子には、ＭＰブリッジ２１を介し
てＰＳＵ２５に接続される信号線が接続される。具体的には、ＳＶＣ＃０において端子名
が“ＯＴＨ＿”で始まる端子には、ＭＰブリッジ２１を介してＰＳＵ＃２，＃３に接続さ
れる信号線が接続される。また、ＳＶＣ＃１において端子名が“ＯＴＨ＿”で始まる端子
には、ＭＰブリッジ２１を介してＰＳＵ＃０，＃１に接続される信号線が接続される。
【００５７】
　〔Ａ－２〕効果
　ＭＰ＃０，＃１は複数のＣＥ３が接続され複数のＣＥ３間の通信を中継し、ＭＰブリッ
ジ２１はＭＰ＃０とＭＰ＃１とを通信可能に接続する。これにより、ストレージ装置を冗
長化させることができる。具体的には、ストレージ装置１００は、ＭＰ２０１の冗長化の
ために大量の信号線で互いに接続される複数の中継装置１を備える必要がなく、省スペー
ス化されることができる。
【００５８】
　ＭＰ＃０，＃１は中継装置１に対して取り外し可能に取り付けられ、ＭＰ＃０，＃１の
うち少なくとも一方によって複数のＣＥ３が互いに通信可能に接続される。これにより、
中継装置１においてＭＰ２０１を含むいずれかのモジュールが故障した場合においても、
故障したモジュールの活性交換が可能となる。
　ＭＰブリッジ２１は、ＭＰ＃０，＃１に対して取り外し可能に取り付けられる。また、
ＭＰブリッジ２１は、中継装置１からのＭＰモジュール＃０，＃１の取り外しとは独立し
て、中継装置１から取り外される構造を備える。これらにより、ＭＰブリッジ２１が故障
した場合においても、故障したＭＰブリッジ２１の活性交換が可能となる。
【００５９】
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　ＭＰブリッジ２１は、板状部材と、ＭＰ＃０と接続されるＭＰ接続コネクタ２１２と、
ＭＰ＃１と接続されるＭＰ接続コネクタ２１２と、を備える。また、ＭＰブリッジ２１は
爪部２１１２を備え、爪部２１１２はＭＰブリッジ２１がＭＰ＃０，＃１に取り付けられ
る場合に、ＭＰ＃０，＃１と嵌合する。これらにより、オペレータによってＭＰブリッジ
２１のコネクタ２１２がＭＰ＃０，＃１のコネクタ２０６から斜めに抜かれることがない
ため、電源シーケンスが崩れることがなく、活性保守を確実に行なうことができる。
【００６０】
　ＭＰ＃０，＃１は、同一平面上に隣接して備えられ、互いに同一形状を有する。これに
より、ＭＰ２０１の製造コストを抑制させることができる。
　ＳＶＣ＃０とファンモジュール＃０，＃１とＦＲＴ＃０，＃１とＰＳＵ＃０，＃１とは
ＭＰ＃０に接続され、ＳＶＣ＃１とファンモジュール＃２，＃３とＦＲＴ＃２，＃３とＰ
ＳＵ＃２，＃３とはＭＰ＃１に接続される。これにより、中継装置１の内部接続は２分離
冗長構成となっており、ストレージ装置１００の信頼性を向上させることができる。従っ
て、中継装置１が備えるいずれかのモジュールで故障が発生した場合においても、システ
ムを継続して運用することができる。
【００６１】
　ＰＳＵ＃０はＳＶＣ＃０とファンモジュール＃０，＃１とＦＲＴ＃０，＃１とに対して
電源を供給し、ＰＳＵ＃１はＳＶＣ＃１とファンモジュール＃２，＃３とＦＲＴ＃２，＃
３とに対して電源を供給する。これにより、中継装置１の一点で故障が発生した場合にお
いても、システムダウンは発生しない。具体的には、ＭＰ＃０系とＭＰ＃１系とで電源供
給が分離しているため、ＭＰブリッジ２１上で信号異常が発生した場合においても正常な
ＭＰ２０１は他系のＭＰ２０１で異常が発生していると認識し、自系のＭＰ２０１は正常
であると認識する。従って、正常なＭＰ２０１には異常が伝搬せず、停電誤検出は発生し
ない。
【００６２】
　ＭＰブリッジ２１には、電源経路は通されない。これにより、ＭＰ２０１において電源
経路故障によって電源ショートが発生した場合においても、システム電源断は発生しない
。また、ＭＰ２０１が備えるコンデンサ（不図示）がショートした場合においても、シス
テム電源断は発生しない。
　ＳＶＣ２２からシステムパネル１７への電源経路は、ＭＰ＃０系とＭＰ＃１系とで分離
されている。これにより、ケーブルの筐体噛み込みにより電源ショートが発生した場合に
おいても、両系のＳＶＣ＃０，＃１がいずれもダウンすることはない。
【００６３】
　〔Ｂ〕その他
　開示の技術は上述した実施形態に限定されるものではなく、本実施形態の趣旨を逸脱し
ない範囲で種々変形して実施することができる。本実施形態の各構成及び各処理は、必要
に応じて取捨選択することができ、あるいは適宜組み合わせてもよい。
【００６４】
　〔Ｃ〕付記
　（付記１）
　ストレージ装置に備えられる複数の電子装置の通信を中継する中継装置であって、
　前記複数の電子装置が接続され、前記複数の電子装置間の通信を中継する第１基板モジ
ュールと、
　前記複数の電子装置が接続され、前記複数の電子装置間の通信を中継する第２基板モジ
ュールと、
　前記第１基板モジュールと前記第２基板モジュールとを通信可能に接続するブリッジモ
ジュールと、
を備えることを特徴とする、中継装置。
【００６５】
　（付記２）
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　前記第１及び第２基板モジュールは、当該中継装置に対して取り外し可能に取り付けら
れ、
　前記第１及び第２基板モジュールのうち少なくとも一方によって、前記複数の電子装置
が互いに通信可能に接続される、
ことを特徴とする、付記１に記載の中継装置。
【００６６】
　（付記３）
　前記ブリッジモジュールは、前記第１及び第２基板モジュールに対して取り外し可能に
取り付けられることを特徴とする、付記１又は２に記載の中継装置。
　（付記４）
　前記ブリッジモジュールは、当該中継装置からの前記第１及び第２基板モジュールの取
り外しとは独立して、当該中継装置から取り外される構造を備えることを特徴とする、付
記３に記載の中継装置。
【００６７】
　（付記５）
　前記ブリッジモジュールは、
　板状部材と、
　第１基板モジュールと接続される第１コネクタと、
　第２基板モジュールと接続される第２コネクタと、
を備えることを特徴とする、付記３又は４に記載の中継装置。
【００６８】
　（付記６）
　前記ブリッジモジュールは、爪部を備え、
　前記爪部は、前記ブリッジモジュールが前記第１及び第２基板モジュールに取り付けら
れる場合に、当該第１及び第２基板モジュールと嵌合する、
ことを特徴とする、付記３～５のいずれか１項に記載の中継装置。
　（付記７）
　前記第１基板モジュールと前記第２基板モジュールとは、同一平面上に隣接して備えら
れ、互いに同一形状を有することを特徴とする、付記１～６のいずれか１項に記載の中継
装置。
【００６９】
　（付記８）
　当該中継装置を制御する第１及び第２制御モジュールと、
　冷却風を生成する第１及び第２ファンモジュールと、
　当該中継装置と前記複数の電子装置とを通信可能に接続する第１及び第２通信モジュー
ルと、
　当該中継装置に電源を供給する第１及び第２電源供給モジュールと、
を備え、
　前記第１制御モジュールと前記第１ファンモジュールと前記第１通信モジュールと前記
第１電源供給モジュールとは、前記第１基板モジュールに接続され、
　前記第２制御モジュールと前記第２ファンモジュールと前記第２通信モジュールと前記
第２電源供給モジュールとは、前記第２基板モジュールに接続される、
ことを特徴とする、付記１～７のいずれか１項に記載の中継装置。
【００７０】
　（付記９）
　前記第１制御モジュール及び前記第１ファンモジュールは、前記第１基板モジュールを
挟んで前記第１通信モジュールとは反対側に備えられ、
　前記第２制御モジュール及び前記第２ファンモジュールは、前記第２基板モジュールを
挟んで前記第２通信モジュールとは反対側に備えられる、
ことを特徴とする、付記８に記載の中継装置。
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【００７１】
　（付記１０）
　前記第１電源供給モジュールは、前記第１制御モジュールと前記第１ファンモジュール
と前記第１通信モジュールとに対して電源を供給し、
　前記第２電源供給モジュールは、前記第２制御モジュールと前記第２ファンモジュール
と前記第２通信モジュールとに対して電源を供給する、
ことを特徴とする、付記８又は９に記載の中継装置。
【００７２】
　（付記１１）
　前記第１基板モジュールは、前記第１制御モジュール及び前記第１ファンモジュールが
備えられる側の面に、前記第１制御モジュールを収納する第１収納部と前記第１ファンモ
ジュールを収納する第２収納部とを備え、
　前記第２基板モジュールは、前記第２制御モジュール及び前記第２ファンモジュールが
備えられる側の面に、前記第２制御モジュールを収納する第３収納部と前記第２ファンモ
ジュールを収納する第４収納部とを備え、
　前記ブリッジモジュールは、前記第１収納部と前記第２収納部と前記第３収納部と前記
第４収納部とに隣接して、前記第１及び第２基板モジュールに取り付けられる、
ことを特徴とする、付記８～１０のいずれか１項に記載の中継装置。
【符号の説明】
【００７３】
　１００　　　ストレージ装置
　１０１　　　ラック
　１　　　　　中継装置
　１０　　　　ケーシング
　１１　　　　フロントベゼル
　１２　　　　リアパネル
　１３　　　　左側パネル
　１４　　　　右側パネル
　１５　　　　上側パネル
　１６　　　　下側パネル
　１７　　　　システムパネル
　１８ａ　　　収納部
　１８ｂ　　　収納部
　２０　　　　ＭＰモジュール
　２０ａ　　　ＭＰ－ＥＸＴ
　２０ｂ　　　ＭＰ－ＰＳＵ
　２０１　　　ＭＰ
　２０２　　　左側パネル
　２０３　　　右側パネル
　２０４　　　上側パネル
　２０５　　　下側パネル
　２０６　　　ＭＰブリッジ接続コネクタ
　２０７　　　ＰＳＵ接続コネクタ
　２０８　　　板金
　２０９ａ　　収納部
　２０９ｂ　　収納部
　２１　　　　ＭＰブリッジ
　２１１　　　エジェクタ
　２１１１　　つまみ部
　２１１１ａ　面



(15) JP 6540204 B2 2019.7.10

10

　２１１１ｂ　面
　２１１２　　爪部
　２１１３　　固定部
　２１１３ａ　軸
　２１２　　　ＭＰ接続コネクタ
　２１３　　　プリント基板
　２１４　　　前面
　２２　　　　ＳＶＣ
　２３　　　　ファンモジュール
　２４　　　　ＦＲＴ
　２５　　　　ＰＳＵ
　２６　　　　電源制御モジュール
　２７　　　　ＦＰＯ
　２８　　　　スロット
　３　　　　　ＣＥ
　４　　　　　ＤＥ

【図１】 【図２】



(16) JP 6540204 B2 2019.7.10

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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